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Haftungsausschluss

Diese Prasentation enthélt zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf das
Geschaft, die finanzielle Entwicklung und die Ertrage der SUSS MicroTec
SE oder ihrer Tochter- und Beteiligungsgesellschaften beziehen.
Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwartigen Planen,
Schatzungen, Prognosen und Erwartungen und unterliegen daher Risiken
und Unsicherheitsfaktoren, von denen die meisten schwierig
einzuschatzen sind und die im Allgemeinen aul3erhalb der Kontrolle der
SUSS MicroTec SE liegen. Die SUSS MicroTec SE Ubernimmt deshalb
keine Gewahr dafir, dass die Erwartungen und Ziele, die in den
zukunftsgerichteten Aussagen ausdrtcklich oder implizit angenommen
werden, erreicht werden. Die SUSS MicroTec SE beabsichtigt auch nicht
und Ubernimmt keine Verpflichtung, eine Aktualisierung dieser
zukunftsgerichteten Aussagen zu veroffentlichen.
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SUSS MicroTec auf einen Blick ~ SUSS,Micrafec

,Hidden Champion“ mit Hauptsitz in Deutschland
und einer tUber 70-jahrigen Innovations- und
Wachstumshistorie

SchlUsseltechnologie-Anbieter flr die Halbleiter-
Frontend- und Backend-Industrie

Globale Kundenstruktur mit dem grofi3ten Anteil
in Asien

Strategischer Partner fur globale Halbleiter-IDMs
und Foundries

Innovationsfihrer mit relevantem Netzwerk zu
Forschungsinstituten und Universitaten

Unser Ziel fur 2025: mehr als 400 Mio. € Umsatz und
eine EBIT-Marge in H6he von mindestens 15%

SUSS ist Teil unseres digitalen Lebens!
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Unsere Vision ist die Basis fur unsere Strategie

SUSS MicroTec Vision |




Unsere Welt sind die Frontend- und Backend-Prozesse der Halbleiterfertigung SUSS, MicroTec

Wafer-Herstellung Front-end-of-line From middle-of-line Finales Packaging
Wafer-Prozessierung to back-end-of-line

Advanced Packaging

Deposition/Belackung Deposition/Belackung Platzierung
Reinigung Reinigung Verdrahten
Strukturierung/Lithografie! Strukturierung/Lithografie Verkapselung

Atzen Atzen Trimmen und Formen
Implantation Gluhen

Gluhen CMP-Polieren

Permanentes Bonden Permanentes Bonden

Temporéares Bonden Temporéares Bonden

CMP-Polieren Wafer-level Packaging

Vereinzelung von Wafern
Panel-level Packaging

1 Nur im Bezug auf die Herstellung/Reinigung von Fotomasken.
Quelle: Yole, Lithography and Bonding Equipment for More than Moore 2022



Advanced Backend Solutions - zentrales Element unseres Produktportfolios SUSS, MicroTec

Frontend Advanced Backend Komponenten

Photomask Solutions Advanced Backend Solutions? MicroOptics
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Fotomasken- Imaging
Equipment

Mask Aligner
MA200/300

Projection
Scanner
DSC300

ACS300 Mikrolinsen-Arrays

MaskTrack X

1) Die Geschéftsbereiche Lithografie und Bonder wurden Ende 2022 im neuen Geschéftsbereich Advanced Backend Solutions zusammengefuhrt. Seit dem Geschéftsjahr 2023 berichten wir in der neuen Struktur.



Nachhaltigkeit wird zunehmend zum Erfolgsfaktor

Produkt-
entwicklung

Wir berticksichtigen
Nachhaltigkeit in der
Produktentwicklung.

Beispiele sind eine
hohere Energie- und
Ressourceneffizienz von

neuen Anlagen oder
disruptive Lésungen wie
unser neuer Wafer
Cleaner.

Kreislauf-

wirtschaft

Mit unserer
Tochtergesellschaft
SUSS MicroTec ReMan
leben wir den
Gedanken der
Kreislaufwirtschaft.

Wir kaufen gebrauchte
Anlagen von unseren
Kunden zurtick,
generallberholen diese

und verkaufen sie weiter.

Klima-
neutralitat

©@

Bis 2030 wollen wir mit
Blick auf unsere
weltweiten Scope-1-
und Scope-2-
Emissionen
klimaneutral sein.

2022 haben wir die
Stromversorgung in
Deutschland bereits auf
100% Okostrom
umgestellt.

.I\/IicroTec

Unsere ESG-Aktivitaten

ESG-Rating-Agenturen
honorieren unseren
Fortschritt iImmer starker.

Wir machen unsere Nachhaltigkeitsleistung
sichtbar. Mit Sustainalytics, ISS ESG und S&P
Global analysieren uns drei Rating-Agenturen
regelméafig. Die Ratings haben wir in den
vergangenen Monaten in allen Fallen
verbessert — teilweise deutlich.

Mehr dazu auf
www.suss.com/de/unternehmen/nachhaltigkeit



http://www.suss.com/de/unternehmen/nachhaltigkeit
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Entwicklung im Geschaftsjahr 2022




Unser erfolgreiches Jahr 2022 auf einen Blick: Wir haben alle Ziele erreicht SUSS, Microlec

Finanzergebnisse

2022

Keine Prognose: Keine Prognose: Prognose:

Prognose 270-300 Mio. € Prognose 8,5—-10,5% -5 bis +5 Mio. €

v v/ v

446,2 § 299,1 § 36,8 11,0 16,0

Mio. € Mio. € In % in % Mio. €

Auftragseingang 2022 Umsatz 2022 Rohertragsmarge 2022 EBIT-Marge 20221 Free Cashflow 2022

1) Unter Berticksichtigung von Einmaleffekten in Héhe von 3,1 Mio. €. Die operative EBIT-Marge betrug somit 9,9 %.



Hauptversammlung 2023

Ausgewahlte HOhepunkte im Geschaftsjahr 2022

WION

= Bestes Jahr der Unternehmensgeschichte in Bezug auf
Auftragseingang, Umsatz und EBIT

= Starkes Q4 mit einem Umsatz > 100 Mio. € zeigt, dass SUSS
MicroTec in der Lage ist, die mittelfristigen Ziele zu erreichen

= Preiserh6hungen zur Kompensation steigender Kosten umgesetzt
= Anhaltende Herausforderungen in der Lieferkette

= Zentralisierte F&E-Organisation implementiert, um Modularisierung
und operative Exzellenz zu unterstitzen

= Neue Unternehmensvision ist die Basis flir unsere Strategien

Mai 2023 © SUSS MicroTec
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Erwahnenswertes aus den Segmenten 2022

Hohe Nachfrage in allen Segmenten

Advanced Backend Solutions?!:

= Starkes Geschaft mit hochmargigen Mask Alignern

= Belacker (200/300mm-Anwendungen) entwickelten sich gut

= Spurbare Belebung des Umsatzes mit UV-Scannern
(Wachstum von 3,2 Mio. € auf 9,8 Mio. € im Jahr 2022)

= Neues Bonder-Geschéaft mit Siliziumkarbid (SiC)-Kunden

= Erster Auftrag fir integrierten D2W-Hybrid-Bonder erhalten;
Evaluierung des Hybrid-Bonders bei zwei Schlisselkunden

Photomask Solutions:

= Aulergewdhnlich hoher Auftragseingang in Asien,
insbesondere in China

= Disruptive Wafer-Reinigungsldsung in der Entwicklung

MicroOptics:
= Sehr starkes Wachstum von ca. 50 % gegentber dem
Vorjahr

1) Die Geschaftsbereiche Lithografie und Bonder wurden Ende 2022 im neuen Geschéftsbereich Advanced Backend
Solutions zusammengefuhrt. Seit dem Geschéftsjahr 2023 berichten wir in der neuen Struktur.

Mai 2023 © SUSS MicroTec 12



Alle Finanzkennzahlen im Geschaftsjahr 2022 verbessert

in Mio. € 2022 2021 Veranderung

Auftragseingang 446,2 337,0 32,4%
Auftragsbestand zum 31.12. 346,4 193,9 78,6%
Umsatz 299,1 263,4 13,6%
Rohertrag 110,1 94,2 16,9%
Rohertragsmarge 36,8% 35,8% +1,0%-Pkt.
g?ell;re(rir)gebnis vor Zinsen und 328 226 45.1%
EBIT-Marge 11,0% 8,6% +2,4%-Pkt.
Ergebnis nach Steuern 24,5 16,0 53,1%
Ergebnis je Aktie (in €) 1,28 0,84 52,4%
Nettoliquiditat 41,3 33,8 22,2%
Free Cashflow 16,0 14,7 8,8%
Mitarbeitende zum 31.12. 1.252 1.178 6,3%

.MicroTec

Starker Auftragseingang und
Auftragsbestand bilden solide Grund-
lage fiir das angestrebte Wachstum im
Jahr 2023

Positive Entwicklung der Rohertrags-
marge, da Preiserh6hungen und
operative Fortschritte den Kostenanstieg
mehr als ausgleichen konnten

EBIT-Marge hat sich deutlich
verbessert, enthalt jedoch nicht-
operative Effekte in Hohe von 1,1%-Pkt.
aus der Liquidation von SUSS MicroTec
Photonic Systems Inc. und der
Ruckbuchung von Wertminderungen bei
UV-Scannern und Lasermaterialien, die
zuvor abgeschrieben wurden

Unternehmen hat Wert fir seine
Eigentiimer geschaffen (Gewinn pro
Aktie: +52,4%)

Steigerung des Free Cashflows
ermdglicht Erhéhung der Dividende um
0,04 € auf 0,20 € je Aktie

13



Auftragseingang nach Segmenten und Regionen

Auftragseingang nach Segmenten
in Mio. € Book-to-bill 2022:

1,49 (VJ: 1,28)
142,5

117,6 113.3

101,0
93,6

80,7

2020: 2021: 2022:
281,1 Mio. € 337,0 Mio. € 446,2 Mio. €

I Lithografie [ Bonder Photomask Solutions MicroOptics

.MicroTec

Auftragseingang

nach Regionen GJ 2022

Nord-
amerika
15,1%




Kennzahlenentwicklung auf Quartalsebene

Quartalsentwicklung 2022

1

63,3

33,2%

3,3%

Q1-2022

I Umsatz in Mio. €

2 3
70,5
61,5
4,9% 8,4%
Q2-2022 Q3-2022

Rohertragsmarge EBIT-Marge

103,9

40,3%

21,0%

Q4-2022

.MicroTec

Zweites Halbjahr zeigte — wie in den
Vorjahren — eine dynamischere
Umsatzentwicklung als das erste
Halbjahr

Konsequente Verfolgung kritischer
Liefertermine hat dazu beigetragen,
dass wir das obere Ende des
Umsatzziels erreicht haben

EBIT-Marge hat sich von Quartal zu
Quartal konsequent verbessert

Q4-2022 zeigt Skalierungseffekt,
sobald der Umsatz spurbar ansteigt
(Quartals-Break-Even-Punkt 2022 lag
bei etwa 55 Mio. €) und ist der beste
Beleg, dass wir operativ in der Lage
sind, unsere Ziele 2025 zu erreichen
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Dynamischer Auftragseingang, aber Zielmargen in Q1-2023 noch nicht erreicht ~ SUSS,Microlec

Finanzergebnisse

Q1-2023

99,6 70,4 33,1 4.1

in Mio. € in Mio. € in % in %
Auftragseingang Umsatz Rohertragsmarge EBIT-Marge
Q1-2023 Q1-2023 Q1-2023 Q1-2023

Prognose flr alle drei wesentlichen
Finanzkennzahlen bestatigt
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Ausblick auf das Geschaftsjahr 2023,
Ziele 2025 und Ambitionen fur 2030




Hoher Auftragsbestand ist die Basis fur unser Wachstum im Geschaftsjahr 2023  SUSS, Microlec

Umsatzerwartung 2023

Service-Geschaft

Begrenzte Anzahl von Auftragen, die wir 2023 erhalten und ausliefern

Umsatzprognose

320-360

io- € 60_80% unseres Auftragsbestands zum Jahresende

(346,4 Mio. € zum 31. Dezember 2022)




Verbesserung der drei wesentlichen Steuerungsgrof3en erwartet SUSS, Microlec

Prognose 2023
Wir wollen unseren Zielen fur das Jahr 2025 einen weiteren Schritt naher kommen.

320-360 TR 10-12

2022: 2022: 2022:
299,1 Mio. € 36,8% 11,0%2

1) Ab 2023 ist die Rohertragsmarge die dritte wesentliche Steuerungsgrof3e anstelle des Free Cashflows. Weitere Informationen dazu finden Sie im Geschaftsbericht 2022.
2)  Unter Berucksichtigung von Einmaleffekten in Héhe von 3,1 Mio. €. Die operative EBIT-Marge betrug somit 9,9 %.




Wir wollen unseren Zielen flr 2025 einen weiteren Schritt naher kommen. SUSS, Microlec

Unsere Ziele fur 2025

Ein Umsatz von 400 Mio. € und eine EBIT-Marge von mindestens 15 %

~12% 320-360

299
252 263
204 214
] I I

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023P 20257
(P = Prognose) (Z = Ziel)




Erhohte Investitionen in globale Chipfabriken kurbeln die Halbleiterindustrie an SUSS, MicroTec

Biden signs $280 billion CHIPS and
Science Act
\

Bloomberg

TECHSPOT

/ The bill includes $52 billion in
semiconductor subsidies

The EU Chips Act: €43 billion to build a new European i Technology
chipmaking industry China Seen Planning $143 Billion Push to Taiwan Passes Its Chips Act, Offers Tax
e e e Boost Local Chipmakers Credits to Chipmakers

December 13,2022 = A quarter of chip firms’ R&D expenses can be deducted from tax
ching b N = Major governments are racing to build chip plants at home

By Debby Wu
9. Januar 2023 um 03:26 MEZ Updated on 9. Januar 2023 um 06:04
MEZ




Mittelfristige Investitionspipeline in der Halbleiterindustrie ist gut gefullt SUSS, Microec

/ . ABOUT SEMI & INDUSTRIES & AD EXPOSITIONS
j semi MEMBERSHIP COMMUNITIES WORKFORCE & SERVICES & EVENTS

Angekiindigte Chip-Investitionen in Deutschland in Mrd. US-Dollar

Investitionssumme
Start' Unternehmen in Mrd. US-Dollar US-Standort

2021 Bosch 10 | Dresden

Mega-Investments
Angekiindigte Chip-Investitionen in den USA in Mrd. US-Dollar

Investitionssumme
GLOBAL CHIP INDUSTRY Yl

2021 NXP 01 | Arizona

PROJECTED TO INVEST MORE " e 35 e
THAN $500 BILLION IN NEW m— a1

Texas Instruments 3,5

FACTORIES BY 2024, SEMI .=

GlobalFoundries 1,0

REPORTS o —
TSMC 12,0 I

Intel 10,0 N
Samsung 17,0 I
Texas Instruments 3,5 [ Texas
Wolfs peed 13 0 Morth Caralina
Wolfspeed 50 I North Carolina
SK Hynix 15,0 TBD
Micron 15,0 I
Texas Instruments 3.5 -
Intel 10,0 N
Intel 10,0 N
TSMC 28,0

SK Siltron 0s I Georgia

2024 GlobalFoundries 1,0 | Dresden
2025 Bosch 04| Reutlingen
2026 Bosch 0,25 | Dresden

Bosch 0,17 | Dresden, Reutlingen

170 I Magdeburg

Chiphersteller in nicht-chinesischem Besitz: Investitionan in
neus Kapazititen 2021 bis 2025 nach Lindem in Mrd. US-Dollar

Zum Vergleich:
Deutschland

Taiwan

101,6
Mrd. US$

Dec 12, 2022

MILPITAS, Calif. — December 12, 2022 — The worldwide semiconductor industry is projected to invest more than $500 billion in 84 volume chipmaking facilities Investitionen in weiteren Lindem

Irland 17,10 Frankrelch 5,710 Tschechien 0,45
Siidkorea 13,10 Italian 3,73 Ungarn 0,10
Singapur 9,00 China 3,25 Indien 0,05
Malaysia 7,04 Osterreich 2,00

starting construction from 2021 to 2023, with segments including automotive and high-performance computing fueling the spending increases, SEMI announced

today in its latest quarterly World Fab Forecast report. The projected growth in global factory count includes a record high 33 new semiconductor

HANDELSBLATT « 1) Be trishsstart * Quell en: Everstream, sigene Berechnungen




Zusammenfassung unserer strategischen Stol3richtungen SUSS, Microlec

Imaging
Systems

Coating
Systems

Bonding
Systems

Photomask
Solutions

Mask Aligner , Volumen erhalten durch hoheren Anteil und starkere
Scanner Penetration des Scanner-Geschafts

Imprint mmmrd Varktanteile gewinnen
Belacker (Spin, Spray) ——>RALEEEERgliRelEl BV ERN

Inkjet smmmmed Neues \Wachstumspotenzial mit disruptiver Lésung

Temporare Bonder mmmmmrd \\/achstum mit dem Markt
Permanente Bonding e Varktanteile gewinnen

(incl. Hybrid-Bonden) B4 Neues Wachstumspotenzial mit disruptiver LOsung

Fotomasken-Equipment ———>RWE g Raal e R EIe

Wafer Cleaning B Neues Wachstumspotenzial mit disruptiver Losung




Auf Basis unseres Fundaments sehen wir weiteres Wachtumspotenzial SUSS, Microlec

Produkte

100 / 400 und Mérkte
__— CACK 320-360
299

// eue

Basis-
geschaft

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023P 20257 2030A

(P = Prognose, Z = Ziel, A = Ambition)
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